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	次世代高性能多層プリント基板用フィルム「ＩＢＵＫＩ®」

デンソーの多層プリント基板向けに本格出荷開始


三菱樹脂株式会社
本　社：東京都千代田区丸の内2-5-2

社　長：神尾　章
資本金：２１５億円

三菱樹脂株式会社は、株式会社デンソー(本社：愛知県刈谷市、社長：深谷紘一)の開発した次世代高性能多層プリント基板※「ＰＡＬＡＰ®基板」の実用化に伴い、「ＰＡＬＡＰ®基板」に使用されるＰＥＥＫ※系熱可塑性銅張フィルム「ＩＢＵＫＩ®」の本格出荷を本年８月から開始します。

「ＰＡＬＡＰ®基板」は、積層プレス加工を一括して行う一括積層工法により製造され、通常複数回の積層工程を必要とする多層プリント基板を低コスト、短納期で生産できることから、現在主流のビルドアップ基板※に対抗する基板として注目されています。

当社の「ＩＢＵＫＩ®」は、接着剤を用いずに、２０層以上の一括多層プレス加工を容易にした次世代高性能多層プリント基板用のＰＥＥＫ系熱可塑性銅張フィルムです。ＰＥＥＫ系樹脂をベースに独自技術を加えてフィルム化したものに銅箔を張り合わせたもので、優れた寸法安定性、高周波特性、ビア※加工性と鉛フリー半田に対応する耐熱性を有しています。「ＩＢＵＫＩ®」を用いることによって、高速伝送と高多層化が要求される次世代高性能多層基板の製造が可能になります。
近年の電子機器の薄型化、小型化、高機能化に伴い、プリント基板は今後もより一層の多層化が進むと考えられます。さらに当社は、一括多層基板用材料以外にも「ＩＢＵＫＩ」の用途展開を図りながら、順次増産体制を整備していく予定で、２００６年度には年間２０億円の販売を計画しています。

【用語解説】

・多層プリント基板

電子部品をつなぐ電気回路は、銅箔のフォトエッチングで形成する。部品点数が多くなると、電気回路が一つの面では形成できなくなり、回路の線がクロスしてしまう。そこで、２層以上の回路パターンを層間で接続した多層基板が主流となっている。

・PEEK（ポリエーテルエーテルケトン樹脂）
エンジニアリングプラスチックスの一つで、結晶性熱可塑性樹脂。熱可塑性樹脂の中では最高レベルの耐熱性をもち、電線被覆、工業部品を中心に使用されている。

・ビルドアップ基板

銅張積層板をコアとして（コアのないものも有り）、その上に薄い絶縁層と配線層を一層ずつ交互に追加して多層板を作っていく工法のプリント基板。層間を極小径のビアで接続できるので高密度配線が可能。

・ビア

プリント基板の異なった配線層間を電気的に接続するメッキや導電ペースト他の導電材料を充填した穴

【写真：ＰＥＥＫ系熱可塑性銅張フィルム　“ＩＢＵＫＩ”　】

	＜本件に関するお問合せ先＞

三菱樹脂株式会社　総務人事部　広報グループ
TEL：０３－３２８３－４００６

http://www.mpi.co.jp


